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Abstract (Basic) : US 20010005048 Al 

NOVELTY - Printed circuit on single layer circuit board (1) is 
electrically connected to printed circuit on circuit carrier 
substrate 

(2) by a bonding wire (12) . Printed circuit on the circuit carrier 
substrate is formed crossing the electrically conductive path 
defined 

by the bonding wire and the printed circuit on the circuit board 

and 

insulated from the electrically conductive path at the crossing 
point . 

USE - For control module in automatic transmission for motor 
vehicle. 

ADVANTAGE - Permits streamlined production of intersections 

between 

electrically conductive paths that are electrically insulated from 

each 

other. Provides circuit arrangement that does not require 
additional 

manufacturing process. 



DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The figure shows the partial view 

of 

electrical control circuit arrangement. 
Single layer circuit board (1) 
Circuit carrier substrate (2) 
Bonding wire (12) 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Leiterplattenanordnung 

(§) Eine Leiterplattenanordnung weist eine einlagige Lei- 
terplatte (1) mit mehreren Leiterbahnen (11) und einen 
der einlagigen Leiterplatte (1) zugeordneten Schaltungs- 
trager (2) mit wenigstens einem elektronischen Bauele- 
ment (24) auf. Wenigstens ein elektrisch ieitender Pfad 
umfaf^t eine an den Schaltungstrager (2) herangefuhrte 
Leiterbahn (11; 11'; 11") der Leiterplatte (1) und einen 
Bonddraht (12; 12'; 12") zum Schaltungstrager (2). Wenig- 
stens eine Leiterbahn (11; 21) ist von dem elektrisch lei- 
tenden Pfad uberquert. Dadurch lasst sich eine potential- 
freie Kreuzung von Leiterbahnen auf besonders einfache 
Weise realisieren. 
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Beschreibung 

Die Ertindung betrifft eine Leiterplattenanordnung mlt ei- 
ner einlagigen Leiterplatte und einem der Leiterplatte zuge- 
ordneten Schaltungstrager, insbesondere ftir ein Steuergerat s 
in einem Kraftfahrzeug. 

Bei Automatikgctrieben fur Kraftfahrzcugen wcrdcn zu- 
nehmend die Steuerelektronik und zugehdrige Sensoren in 
das Getriebe integriert. Ahnliche Forderungen an eine "\br- 
orl-Eleklronik" gibt es beispielsweise bei Motor- und lO 
Bremssieuerungen. In sogenannien rnechatronischen Steu- 
ergeraten werden regelmaBig flexible Leiterplatten oder 
Flexfolien zur Verteilung von etektrischen Signalen und 
Hnergie eingesetzt. Aus wirtschafdichen Gninden werden 
einlagige Leiterplatten bevorzugt, Bedingt durch die Schal- 15 
tungstcchnik oder das Lciterplatlcn-Layout kann allerdings 
eine potentialfrcic Kreuzung oder Entflechtung von Leiter- 
bahnen notwendig werden. 

Ein gegenuber Ol hermetisch abgedichtets Steueigerat ist 
aus der Patentanmeldung WO 98/44593 bekannl. Eine flexi- 20 
ble Leiterplatte ist dichi durch ein Gehiiuse des Steuergerats 
hindurchgefuhrt und in einem Uberlappungsbereich mit ei- 
nem Keramiksubstrat iiber eine Klebung elektrisch kontak- 
tiert. Elektrische Signale von Sensoren werden uber Leiter- 
bahnen der flexiblen Leiterplatte an eine auf dem Keramik- 25 
substrat angeordnete integrierte Sleuerschaltung herange- 
fiihrt. 

Die Offenlegungsschrift DE41 18 308 Al beschreibt ei- 
nen Schaltungstrager, der aus einer ersten Leiterplatte und 
einer auf die erste Leiterplatte geklebten zweiten Leiter- 30 
plalte besteht. Elektrische Verbindungen zwischen der er- 
sten Leiterplatte und einem elcktronischen Bauclement auf 
der zweiten Leiterplatte werden iiber Bonddrahte herge- 
stellt, Unter der zweiten Leiterplatte konnen sich auf der er- 
sten Leiterplatte Leiterbahnen oder in Dickschichttechnik 35 
aufgebrachle Widerstande befinden. 

Es ist ein Ziel der Ertindung, eine Schaltungsanordnung 
mit einer einlagigen Leiterplatte bereitzuslellen, die eine be- 
sonders rationelle Herstellung von Kreuzungen zwischen 
elektrisch leitenden Pfaden erlaubt, die voneinander galva- 40 
nisch getrennt sind, insbesondere unter Verzicht eines zu- 
satzlichen Fertigungsprozesscs. 

Dieses Ziel wird mit einer Leiterplattenanordnung er- 
reicht, wie sie in Patentanspruch 1 definiert ist. Vorteilhafte 
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteranspriiche. 45 

Zur Entflechtung von Leiterbahnen einer einlagigen Lei- 
terplatte wird ein ohnchin zusatzlich vorhandener Schal- 
tungstrager eingesetzt, der uber Bonddrahten mit der Leiter- 
platte elektrisch kontaktiert ist. Dabei kann auf das Einloten 
von Drahtbrucken verzichtet werden. Die etektrischen Pfade 5() 
miissen lediglich mittels Bonddrahten zum Schaltungstrager 
hin- und/oder weggcfiihrt wcrdcn. Hierzu ist kcin zusatzli- 
cher Fertigungsschritt notig. Das Bonden der elektrischen 
Pfade erfolgt zusammen mit dem Bonden der elektrischen 
Verbindungen zu dem auf dem Schaltungstrager angeordne- 55 
ten elektronischen Bauelement. 

Eine kreuzungsfreie Uberquerung einer I^iterbahn kann 
entweder durch den Bonddraht oder durch Fuhren der Lei- 
terbahnen auf unterschiedlichen Lagen des Schaltungstra- 
gers erreicht werden. 6() 

Bevorzugtes Anwendungsgebiet der Erfindung sind Ge- 
triebcstcucrgeratc, Motorstcuergcratc und Bremsstcucrgc- 
rate mit auf einem Keramiksubstrat angeordneten elektroni- 
schen Steuerschaltungen. 

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmoglich- 65 
keiten der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung ei- 
nes Ausfuhrungsbcispicls in Vcrbindung mit der Zcichnung. 
Es zeigen: 
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Fig. 1 cine Tbilansicht eines Geuicbesteueigerats mit ei- 
ner Leiterplattenanordnung, und 

Fig. 2 eine Draufsicht auf die Leiterplattenanordnung von 
Fig. 1. 

Fig. 1 veranschaulicht ein Getriebesteueigerat mit einer 
Leiterplattenanordnung, die eine einlagige flexible Leiter- 
platte 1 Oder Flexfolie aus Polyimid und ein Keramiksub- 
strat als Schaltungstrager 2 umfafit. Der Schaltungstrager 2 
besitzt zwei Lagen 22 und 23 mit Leiterbahnen. Zwischen 
der Leiterplatte 1 und dem Schaltungstrager 2 bestehen 
elekuische Verbindungen in Fonn von Bonddrahten 12. Auf 
diese Weise sind Leiterbahnen der Leiterplatte 1 mit Leiter- 
bahnen des Schal tungstragers 2 elektrisch verbunden. 

Die flexible Leiterplatte 1 und der Schaltungstrager 2 
weisen einen umlaufenden t)berlappungsbereich auf, in 
dem der Schaltungsurager 2 auf die Leiterplatte 1 geklcbt isL 

Das Getriebcsteuergerat ist fur den Einbau inncrhalb ei- 
nes Getriebegehauses eines Kraftfahrzeugs besdmmt. 

Auf dem Schaltungstrager 2 ist ein elektronisches Bauele- 
ment 24 angeordnet, Dabei handelt es sich um einen unge- 
hausten Halbleiterchip mit einer integrierten Sleuerschal- 
tung. Das Bauelement 24 ist iiber Bonddrahte 12 mit Leiter- 
bahnen des Schaltungstragers 2 elektrisch kontaktiert. Alle 
Bonddrahte sind in einem FertigungsprozeB mittels Dick- 
drahtbonden angebracht worden. 

Die flexible Leiterplatte 1 ist durch ein rotalionssymme- 
trischcs Gehause durchgcfuhrt, das aus einer metallischen 
Grundplatte 3 und einem Deckel 4 aus Kunststoff besteht. 
Um eine Abdichtung gegen Getriebeol zu erzielen, ist die 
flexibel Leiterplatte mit ihrer Unterseite auf die Grundplatte 
3 laminiert. Zusatzlich weisl der Deckel 4 gegenuber der 
Oberseite der leiterplatte 1 cine umlaufendc Nut auf, in der 
eine Dichtung oder Dichtmasse eingebettet ist, 

Der Schaltungstrager 2 ist mit einem Warmeleitkleber auf 
einen Sockel der Grundplatte 3 geklebt. Die Hohe des Sok- 
kels entspricht etwa der Dicke der Leiterplatte 1. 

Fig. 2 zeigt Leiterbahnen 11 der Leiterplatte 1, die nicht 
dargestellte Sensoren, Aktoren und einen ebenfalls nicht 
dargestellten Steckverbinder mit einer durch elektronische 
und elektrische Bauelemenie 24 gebildete Steuerschaltung 
auf dem Schaltungstrager 2 verbinden. Bonddrahte 12 sind 
mit den Leiterbahnen 11 der Leiterplatte 1 und mit Bond- 
flecken oder Bondpads auf dem Schaltungstrager 2 ver- 
schweii3t. 

Zusatzlich bilden Bonddrahte 12 oder Bondbriicken elek- 
trische Kontakle zwischen benachbarten Leiterbahnen 11 
der Leiterplatte 11 sowie zwischen einer am Schaltungstra- 
ger 2 vorbeigefuhrten Leiterbahn 11 und der auf dem Schal- 
tungstrager angeordneten Steuerschaltung, 

Mehrere elektrische Leiterbahnen 11 sind am Schaltungs- 
trager 2 vorbeigefuhrt. Es handelt sich dabei um zwei Si- 
gnallcitungcn mit einer Breitc von jcweils etwa 1 mm, die 
von einem Steckerstift direkt an ein Magnetventil gefuhrt 
sind und um eine Energieversorgunsleitung mit einer Breite 
von 2 mm. Die drei Leiterbahnen sind unter Bonddrahten 12 
durchgcfuhrt. Die Lange dieser Bonddrahte 12 oder Bond- 
TxKDps hangt jeweils von der Anzahl und der Breite der unter 
dem Bonddraht durchgefuhrten leiterbahnen 11 ab. Bei ei- 
ner Breite von jeweils 2 mm konnen mindestens zwei Lei- 
terbahnen unter einem Bonddraht durchgefuhrt werden, bei 
einer Breite von 1 nun mindestens funf. 

Zwei dargestellte elekUnschc Pfade umfassen jeweils er- 
ste Leiterbahnen 11' und Bonddrahte 12' zum Schaltungstra- 
ger 2. Femer weisen diese elektrische Pfade jeweils eine 
Leiterbahn 21 des SchaltungsU-agers 2 vom Bonddraht 12' 
zu einem weiteren Bonddraht 12" auf, der die Leiterbahn 21 
mit einer zweiten Leiterbahn 11" der Leiterplatte 1 elek- 
trisch verbindet. Durch den elektrischen Pfad werden also 
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iiber den Schaltungstrager 2 zwei Lcilcrbahnen 11' und 11" 
dcr Leitcrplattc miteinandcr vcrbunden. 

Die elektrischen Pfade uberqueren jeweils im Beieich der 
Bonddrahte 12" eine Leit^bahn 11*. Auf dem Schaltungstra- 
ger 2 konnen die elektrische Pfade sich zusatzlich in unter- s 
schicdlichen Lcitcrbahnebenen oder Lagen elektrisch iso- 
licrt krcuzcn. 

Eine gestrichelte Linie deutet eine Leiterbahn 21 einer 
unteren Lage des Schaltungstrdgers 2 an. Diese wird von ei- 
ner an der Oberflache des Schaltungstragers 2 verlaufenden 10 
Leiterbahn 21 gekreuzi. 

Patentanspriiche 

1. Leiterplattenanordnung, die aufweist: 15 

- eine cinLagigc Leitcrplattc (1) mit Lcitcrbahnen 
(U). 

- einen der einlagigen Leitcrplattc (1) zugeordne- 
ten Schaltungstrager (2) mit wenigstens einem 
elektronischen Baueleinent (24), 20 

- wenigstens einen elektrisch leitenden Pfad mit 
einer an den Schaltungstrager (2) herangefiihrten 
Leiterbahn (11; 11'; 11") der leitcrplattc (1) und 
mit einem Bonddraht (12; 12'; 12") von der Leiter- 
bahn (11') zum Schaltungstrager (2), 25 

- wenigstens cine Leiterbahn (11; 21), die von 
dcm elektrisch leitenden Pfad ubcrquert ist. 

2. Leiterplattenanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichncL, dass der elektrisch leitende Pfad eine 
erste Leiterbahn (11') der Leitcrplattc (1), einen ersten 30 
Bonddraht (12'), eine Leiterbahn (21) des Schaltungs- 
tragers (2), einen zweiten Bonddraht (12") und cine 
zwcite Leiterbahn (11") der leitcrplattc (1) umfaBt. 

3. Leiterplattenanordnung nach einem der vorhergc- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass we- 35 
nigstens eine Leiterbahn (11) unter einem Bonddraht 
(12) hindurchgefuhrt ist. 

4. Leiterplattenanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schaltungstrager (2) mehrere Lagen (22; 23) von Lei- 40 
terbahnen (21) aufweist, und dass sich wenigstens zwei 
clekUische Pfade (11', 12', 21, 12", 11") auf dem Schal- 
tungstrager (2) in unterschiedlichen Lagen krcuzcn. 

5. Leiterplattenanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass dcr 45 
Schaltungstrager (2) ein Kerainiksubstrat ist. 

6. Leiterplattenanordnung nach einem dcr vorhergc- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
an dcm Schaltungstrager (2) vorbei gefiihrte Leiter- 
bahn (11) der Leitcrplattc (1) iiber einen Bonddraht 5o 
(12) mit dem elektronischen Bauelement (24) des 
Schaltungstragers (2) elektrisch vcrbunden ist. 

7. Leiterplattenanordnung nach einem der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei 
Lei terbahnen (11) der Leitcrplattc (1) mit einem Bond- 55 
draht (12) elektrisch vcrbunden sind. 
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